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Verfalireii zur Herstellung eines lotaTDweisenden Schutzes 
auf Leiterplatten mit dui-chgehenden lochern 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
lotabweisenden Schutzes fur die Iieitungszuge auf der Lot- 
se-ite von Leiterplatten mit durchgehenden Lochern, die 
von Lotrandern umgelDen sind. 

Bei der Herstellung gedruckter Schaltungen werden die 
Leiterplatten mit den zugehorigen Bauelementen bestuckt 
und die elektrischen Verbindungen durch Loten hergestellt . 
Hierbel werden samtliclie Lotstellen in einer Ebene auf 
der sog, Lbtseite der Leiterplatten angeordnet, so dafl 
sie in einem Lotweg, beispielsweise durch Wellenlotxmg 
Oder $chlepplotujag, gleichzeitig hergestellt werden konnen. 
In der Ausfiihrung der Lotung wird zwischen der Yollolning 
und der Selektivlotung unterschieden. Die Yollotung wird 
im allgemeinen hei raumlich groBziigigem Aufbau der Leiter- 
platten angewandt, da bei diesem Verfahren ein gedraogter 
Aufbau die Gefahr von Kurzschliissen durch Lotbruckenbil- 
dung wesentlich erhoht. Pilr Leiterplatten mit gedrangtem 
Aufbau, insbesondere fur solche mit miniaturisiertem Lei- 
terbild, hat sich deshalb die Selektivlottmg durchgesetzt . 
Bei diesem Verfahren wird beispielsweise die Lotseite der 
Leiterplatten mit einem lotabweisenden Lotstoplack abge- 
deckt. Lediglich die erf orderlichen Lotstellen werden vom 
Lotstoplack nicht bedeckt und nehmen aomit das Lot an. 
Das Aufbringen des Lotstoplackes erfolgt iiblicherwelse im 
Siebdruckverfahren, wobei die paBgerechte Zuordnung von 
Druckbild zu fertigem Leiterbild jedoch erhebliche Schwie- 
-rigkeiten bereitet. AuSerdem sind die erf orderlichen Druck- 
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vorlagen und Druckwerkzeuge auBerst kostspielig, so daB 
bei geringer Plattenstiickzahl imd groBer- Typenvielfalt 
das Aufbringea des Lotstoplackes ±m Siebdruckv'erfahren un- 
wirtscliaf tlich. ist. 

Aus der DT-OS 1 640 269 ist es andererseits bekannt, die 
Leitiingsziige auf den Leiterplatten beim Lotvorgang dadurch 
zu schiitzeii, daS die gesamte Platte im PtLotodruckverf ahren 
mit einem Photolack- versehen v/ird mit Ausnahme der niclit 
- 2U varlotenden Leitungsziige , die durcli anschlieBendes Passi- 
vieren lotabweisend gemaciit werden. Durch das gute Auflo- 
sungsvermogea des Photolackes kann das im Photodruck her- 
gestellte Bild dem Leiterbild paBgerecht zugeordnet werden. 
Dieses bekannte Verfahren ist jedocli ebenfalls auBerst un- 
wirtscliaf tlich, da es nur mit betrachtlichem Auf wand durch- 
zufuhren ist und da musterabhangige Photomasken benotigt 
werden* 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren zur Herstellung eines lotabweisenden Scliutzes fur 
die Leitungsziige anzugeben, das wirtschaftlich. und oline be- 
sonderen Aujfwand durch zufiihtr en ist und bei welchem keine 
musterabhangigen Druckwerkzeuge oder Masken benotigt werden. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB bei 
eineitt' Verfahren der eingangs genannten Art auf die Ober- 
seite der Leiterplatten ein dickf lussiger Hilfslack auf- 
getragen und derart in die Locher gedriickt wird, daB sich 
auf der Lotseite, die Lotrander abdeckende, Menisken des 
Hilfslackes bilden tmd dafl dann die nicht zu verlotenden 
Leitungsziige auf der Lotseite lotabweisend gemacht werden 
und der Hilfslack entfernt wird. Das erf indungsgemaBe Ver- 
fahren bietet gegeniiber den bekannten Verfahren eine Reihe 
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von Vorteilen. So entf alien samtliche PafiprolDleme , da 
unabhangig von der Lage der Loclier im Lotrand immer nnr 
die Lotrander vom Hilfslack benetzt v/erden und die niclit 
zu verlotenden Leitungsziige vollkommen musterunabhangig 
lotabweisend gemacht V/erden kormen. Weiterhin >?erden keine 
kostspieligen musterabhangigen Dnickvorlagen oder Masken 
benotigt. Damit ist die Wirtacliaf tliclikeit des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens nicht von der Plattenstiickzalil abbanglg , 
so daS es sich fiir die lieute iibliclxe Typenvielfalt, velche 
mit kleinen LosgroBen verbxinden ist, besonders eignet. tTber- 
dies ist das erf indungsgemaBe Yerfahxen leiclit ztt automati- 
sieren, da es mit auBerst geringem apparativen Aufwand dnrcli 
gef uhrt werden kann. 

Besonders vorteilbaft werden die niclit zu verlotenden- 
Leitxmgsziige auf der Lotseite dtircli Passivieren lotabwei- 
send gemacht. Das Passivieren erfolgt hierbei in einer aus 
der Oberf lachentecbnik an sich. bekannten ¥ei3e, z*B« dxtrch 
Oxydieren der Qberflache der Leitungszuge oder dnrch Auf-* 
bringen einer lotabwelsenden Substanz* 

■ 

Vorzugsweise wird nach dem Auftragen des .Hilf slackes ein 
Lotstoplack ganzflachig auf die Lotseite aufgebracht und 
getrocknet und anschlieBend der Hilfslack durch ein selek- 
tiv wirkendes Iiosxingsmittel abgelost und der Lotstoplack 
von den Lotrandern entfernt* Ihirch das Ablosen des Hilfs- 
lackes verliert der Lotstoplack seine Haftung auf den Lot- 
randern, so daB er in diesen Bereichen leicht entfernt wer- 
den kann. Lie Entschichtung des Hilfslackes und damit das. . 
Ablosen des Lotstoplackes von den Lotrandern kann hierbei 
je nach Art der verwendeten Lacksysteme und der Schicht- 
dicken durch eine Spruhbehandlung, leicht es Biirsten, Ab- 
blasen mit PreBluft oder durch die Anwendung von Ultra- 
schall bei oder nach der Behandlung mit dem selektiv wir- 
kenden Losungsmittel intensiviert werden. . 
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Bel der Verwendung eines Hilfslackes mit einem PluBmittel- 
zusatz karm die Gefahx schlechter Lotbarkeit der Lotrander 
bei nich^t optimaler Exits chicbtung vermindert werden. 

* 

Im folgendea wird ein Ausfuhxungsbeispiel des erf indungsge- 
maBen Verfabrens aa Hand der Zeichnung naher erlautert. 
Eb zeigt 

Pigur 1 eine Leiterplatte mit beidseitig auf gebracbten 

Leitungsziigea uad darchgebenden Iiocbera zur Aafaabme 
voa Bauelemeatea, 

Figur 2 das Auftragen des Hilfslackes auf die Oberseite 
der Leiterplatte, 

Pigur 3 die Leiterplatte aacb dem Auftragea eines Lotstop- 
lackes auf der Lotseite, 

Pigar 4 die Leiterplatte aacb der Eatfernang des Hilfs- 
lackes uad 

Pigur 5 die Leiterplatte aacb dem Lotvorgaag. 

Pigur 1 zeigt eiae Leiterplatte, die aas einem Isolierstoff- 
trager 1 bestebt, auf dea beidseitig Leituagsztige 2 aufge- 
bracbt siad. Piir die Aufaahme voa Bauelemeatea uad fiir die 
Lurcbkoataktieruag siad durchgebende Locber 3 mit Lotraadera 
4- verges ebea. 

Pigur 2 zeigt das Auftragea eiaes dickf liissigen Hilfslackes 5 
auf die Oberseite 6 der Leiterplatte*. Las Auftragea des 
Hilfslackes 5 erfolgt mit Hilfe eiaer gekrummtea Rakel 7. 
Eierbei wird der Hilf slack 5 derairt ia die Locber 3 gedriickt, 
daB sicb auf der Lotseite 8 der Leiterplatte zuaacbst kugel- 
formige Tropfea 9 bildea. Diese Tropfea 9 zieb.ea sicb daaa 
iafolge der Oberf lacbenspanauag wieder so weit ia die Locber 
3 zuriick, daB aur aocb Meaiskea 10 verbleibea, velcb.e die 
Lbtraader 4- beaetzea and vollstaadig abdeckea. Lamit diese 
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Menis3azsbildung eintritt, muS der Hilf slack 5 eine te- 
stimmte Vlskositat aufweisen. Die erlorderliche Viskosi- 
tat kann ±n Abhanglgkeit vom Durchmesser der Locher leicht 
durch. Versuche bestimint werden. Nach dem Auftragen vird 
der Hilf slack 5, der beispielsweise aus einem wasserlos- 
lichen Gemisch aus Polyrinylalkoliol, Gelatine, Glyzerin 
und Parbstoff besteht, getrocknei; • 

Pigur 3 zeigt die Leiterplatte nach. dem Auftragen eines 
Lotstoplackes 11, v/elcher die Lotseite 8 ganzflacbig be- 
deckt. Hierbei konnen handelsiibliche Lotstoplacke , bei- 
spielsweise ein Z^veikomponentenlack auf Epoxidbasis ver- 
wendet werden, die durch. Spriiben, Rollbeschicbtung oder 
ahniicbe Methoden aufgetragen werden. Nach dem Trocknen 
des Lotstoplackes 11 ward der Hilf slack 5 mittels eines 
selektiv wirkenden Iidsungsmittels vollstandig entfernt* 
ITach dem Ablosen des Hilfslackes 5 von den Lotrandern 4- 
verliert der Lotatoplack 11 in die sen Bereicben seine Haf- 

* 

tung. - . 

Sigur 4 zeigt die Leiterplatte nacb. der Entfernung des 
lotstoplackes 11 von den Lotrandern 4. Die Entfernting des 
Lotstoplackes 1 1 kann beispielsweise dnrcb leicbtes Biirsten 
erfolgen. Wachdem auf der Lotseite 8 lediglicb die Lot- 
rander 4 freiliegen und alle iibrigen Bereicbe durcb den 
Lotstoplack 11 abgedeckt sind, kann die Leiterplatte nun 
mit Bauelementen bestiickt und anscblieBend verlotet werden. 

Pigur 5. zeigt die Leiterplatte nacb dem Lbten. Durcb Kapil- 
larwirkung fiillt das Lot 12 das ganze Locb 3 aus und stellt 
damit eine dauerhafte Lotverbindung zwischen den AnscbluB- 
drabten 13 der Bauelemente und den Lotrandern 4 ber. 

5 Piguren 

8 Patentanspriiche 
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Patentanspru^c. lie 

l\ Verfaliren zur Herstellung eines lotabweisenden ScJiutzes 
v^^^/, fUr die Leitungaziige auf der Lotseite Ton Leiterplatteu 
mit dxirchgehenden Lochern, die yon Lotrandern umgeben 
sind, dadurch. gekennzeichnet , daB 
auf die Oberseite (6) der leiterplattcn ein dickfiussiger 
Hilf slack (5) aufgetragen iind derart in die Locher (3) 
gedriickt wird, daB sich auf der Lotseite (8) die Lot- 
rander (4) abdeckende Menisken (10) des Hilfslackes (5) 
bilden tmd daB dann die nicht zu verlotenden Leitungs- 
ziige (2) auf der Lotseite lotabweisend gemaclit v/erden 
und der Hilf slack (5) entfernt wird. 

2. Verfaliren nach Anspruch 1, dadurcti gekennzei-ctt 
net , daB die nicht zu verlotenden Leitungszuge (2) 
auf der Lotseite (8) durch Passivieren lotabweisend ge- 
macht werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich 
net , daS nach dem Auftragen des Hilfslackes (5) ein 
Lotstoplack (11) ganzflachig auf die Lotseite (8) aufge- 
bracht und getrocknet wird und daB dann der Hilf slack (5) 
durch ein selektiv wirkendes Losungsmittel abgelost und 
der Lotstoplack (11) von den Lotrandern (4) entfernt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3f dadurch gekennze ich 
net , daB ein wasserloslicher Hilf slack (5) und als 
selektives Losungsmittel Vasser verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet , daB der Hilf slack (5) 
mittels einer Rakel (7) oder einer Walze aufgetragen und 
in die Locher (3) gedriickt wird. 
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6. Verfahren nacli einem der vorliergeheiiden Anspriiche, 
dadurch g e k e nn zeiclin-et , daB der 
Hilf slack (5) zunactLst auf einen Zwischentrager auf- 
getragen und von dort auf die Oberseite (6) der Leiter- 
platten iibertragen wird. 

7. Yerfahiren nach einem der* vorhergeiLenden Anspriiclie , 
dadurch gekennzeichnet , daB der Hilf s- 
lack (5) nach dem Auftragen getrocknet wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadnrch gekennzeichnet , dafl ein Hilf s- 
lack' (5) mit einem PluSmittelzusatz verwendet wird. 
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Fig.l 



Fig. 2 



Fig. 3 
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